Chip met waterleiding
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IBM heeft een prototype van een processor die is dooraderd met waterleidingen om het silicium te koelen. Zo kunnen chips in verdiepingen worden ontworpen, en dat is nodig om de verbindingen tussen de onderdelen van de chip korter te krijgen.


Kortere verbindingen leiden tot snellere werking van de chip en tot minder elektrische weerstand, dus minder warmteontwikkeling. IBM werkt aan processors die gebouwd zijn als flatgebouwen. De afstanden die informatie moet afleggen kunnen tot 1000 keer zo kort zijn als bij de huidige indeling van processors, terwijl er mogelijkheden ontstaan voor nieuwe verbindingen.
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Maar als je een chip ‘opvouwt’ kan de warmte die nog wel ontstaat moeilijker weg. Plat ontworpen chips worden gekoeld door een lucht- of vloeistofstroom over de chip (afbeelding rechts, de rode uitsteeksels zijn koelvinnen). Bij de nieuwe chip die IBM heeft gepresenteerd, gemaakt in samenwerking met het Fraunhofer Instituut in Berlijn, is de chip in lagen opgebouwd. Het water stroomt tussen de lagen door (afbeelding onder). De kanaaltjes hiervoor zijn zo dik als een haar, vijf honderdste mm. Ze stromen om 10.000 verticale verbindingen per cm2 heen. Het water mag daar niet mee in contact komen op straffe van kortsluiting.
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Op manier weet IBM per vierkante cm 180 watt warmte af te voeren - dat is twintig spaarlampen. Maar het is niet voldoende, blijkt uit de cijfers in het eigen persbericht van IBM. De processor meet vier vierkante cm en produceert tot 1000 watt aan warmte - de helft van wat een elektrisch kacheltje afgeeft. De vloeistofkoeling kan vier keer 180 = 720 watt afvoeren. Dat is dus nog te weinig. Het zal nog jaren duren voor processors van dit type op de markt komen.





